
证券代码： 003031 证券简称：中瓷电子

河北中瓷电子科技股份有限公司

投资者关系活动记录表

2026-001 号

投资者关系活动

类别

☑特定对象调研 □ 分析师会议

□ 媒体采访 □ 业绩说明会

□ 新闻发布会 □ 路演活动

□ 现场参观

□ 其他 （请文字说明其他活动内容）

参与单位名称及

人员姓名

国泰海通 夏凡 中信建投 辛侠平

和沣资产 马文婷 中信建投 李晓东

红杉资本 孙凯风 安联保险资管 王鹏宇

中金基金 汪洋 中信证券 夏胤磊

淳厚基金 朱颜小悦 长城基金 刘疆

东兴证券 石伟晶 长城基金 彭宇晖

泰康资产 韩东方

时间 2026年 1月 29日 （周四）

地点 河北省石家庄市鹿泉经济开发区昌盛大街 21号

上市公司接待人

员姓名

1.中瓷电子 副总经理、财务总监、董事会秘书：董惠

2.中瓷电子 证券部相关工作人员

投资者关系活动

主要内容介绍

投资者提出的问题及公司回复情况

1. 公司目前在光模块等领域研发及扩产计划的进展如何？

中瓷电子作为国内外光模块公司的核心陶瓷产品（陶瓷外壳&基板）

供应商，产品在功率器件领域、数据中心、智算等 AI领域均已形成成熟

的配套方案，能够满足国内外用户需求。根据客户需求，公司一直积极配

合客户进行相关产品的研发工作，在保持现有优势的基础上，进一步提升

市场占有率，保障公司持续、健康、快速发展。

目前公司在手订单充足，产能利用率一直维持在较高水平，通过成品

率提升，产能也在持续释放。预计相关产品 2026年将处于持续放量阶段，

公司已根据市场需求积极扩产，以满足市场需求全力保障订单交付。



2. 公司后续研发投入的重点方向有哪些？

中瓷电子是拥有氮化镓通信基站射频芯片与器件、碳化硅功率模块及

其应用、电子陶瓷等核心业务能力的高科技企业。公司高度重视研发项目

投入，研发投入占比一直保持在较高水平。公司紧扣电子陶瓷材料及元件、

第三代半导体器件及模块两大核心业务领域，聚焦两大业务领域高增长赛

道的产品技术需求，不断提升研发水平和产品技术，确保公司在激烈的市

场竞争中保持竞争力和优势地位。

3. 公司在半导体静电卡盘领域研发进展及交付情况如何？

公司在精密陶瓷零部件领域，已全面突破静电卡盘材料、设计和工艺

各环节，已达到国际同类产品水平并通过用户验证并批量供货；静电卡盘

技术参数对标国际同类产品水平并通过用户上机验证，已有多款产品进入

批量供货阶段，赢得头部客户高度认可。

4. 公司在市值管理方面有哪些举措？

一方面公司重视立足主业，致力于通过持续的技术创新、提升经营效

率和盈利能力，增强公司的核心竞争力，为市值提升奠定基础；另一方面

公司积极通过加强与投资者交流、现金分红、资本运作等合规方式进行市

值管理，将公司的核心竞争力、战略规划、经营成果、风险管控能力等内

在价值，准确传递给各类投资者。同时，公司董事会、管理层将持续勤勉

尽责，积极进取，努力以更好的业绩回报全体股东。但二级市场股价波动

受宏观经济环境、行业趋势、市场情绪、投资者偏好等多种因素的共同影

响，敬请注意投资风险。

5. 目前子公司博威公司主要研发基于地面通信基站（5G、5G-A等）氮

化镓功放产品，是否有研发手机直连卫星相关器件产品？

博威公司积极推进卫星通信等新一代通信系统用射频芯片与器件关

键技术突破和产品开发工作，目前在手机直连低轨卫星通信等应用领域形

成相关芯片与器件关键技术及产品，根据用户需求，稳步推进产业化应用

工作。

6. 子公司博威公司在国内率先实现了 5G 通信基站用氮化镓功放及通信

网络数据回传用微波毫米波芯片的全体系技术突破，请问微波毫米波芯



片有哪些应用场景，公司目前开发了哪些产品？

子公司博威公司微波毫米波芯片与器件主要面向微波点对点通信应

用场景，实现通信网络数据的无线回传。公司拥有国内重要的微波毫米波

点对点通信射频芯片与器件设计和产业化平台，解决了微波毫米波点对点

通信用高线性功放芯片设计、小型化多功能电路芯片一体化设计、低热阻

高频封装设计等技术难题，实现了微波点对点通信射频芯片与器件量产及

销售，也为未来毫米波通信奠定技术、产品及产业化基础。

7. 国家大力发展低空经济，而低空经济离不开 5G-A 和未来的 6G 网络

实现通感一体。博威公司作为 5G-A和未来的 6G网络的重要参与者之一，

公司有什么技术积累或研发来积极参与到低空经济市场中呢？

子公司博威公司积极推进 5G-A、6G等新一代通信系统用射频芯片与

器件关键技术突破和研发工作，致力于为全球通信设备供应商提供优质的

氮化镓通信基站射频芯片与器件产品和服务，支撑用户的机型换代与网络

升级。目前博威公司针对 5G-A相应机型与方案，已形成系列化氮化镓射

频芯片与器件产品并实现产业化，市场占有率国内领先。同时针对 6G通

信相关芯片与器件领域储备关键技术，根据用户需求，稳步推进产品开发

和验证工作。

8. 公司射频芯片业务有何优势？下一步射频芯片重点发展领域有哪

些？

公司射频芯片是目前国内基站用户的首选，性能，品质和出货量国内

都是行业第一，在射频领域的主要竞争对手是日本住友。公司的核心团队

具有二十多年的从业经历，研发和应用经验丰富，对产品迭代有明确的规

划，在 4G、5G、5G-A 等应用方面已有成功案例，且批量供货。公司后

续重点发展领域包括基站通讯、低空互联等方面。

9. 子公司国联万众公司的氮化镓芯片可应用于哪些领域？碳化硅器件

验证情况如何，有没有订单落地？

氮化镓芯片主要应用于 4G、5G、5G-A 等基站通讯领域。碳化硅器

件已通过验证，在不同应用领域均有订单，且批量供货。

附件清单（如有） 无



日期 2026-1-29


